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Zoznam clenov vyskumného timu

prof. Ing. Alena Pietrikova, CSc. (E-mail: alena.pietrikova@tuke.sk) — Specializuje sa na mikrostrukturu a fyzikalne a
elektrické vlastnosti progresivnych materialov elektroniky, vybrané technolégie elektroniky (LTCC a hrubo-vrstvové
technoldgie, Inklet Printing technoldgie, montdzne technoldgie v elektronike), multifunkéné mikrosystémy a
hybridné senzory.

doc. Ing. Juraj Duriin, PhD. (E-mail: juraj.durisin@tuke.sk) — zaobera sa analyzou mikrostruktury krystalickych
a amorfnych materidlov aplikovanych v elektronike pouzitim svetelnej, elektrénovej mikroskopie a rontgenove;j
difrakcie.

Ing. Lubomir Livovsky, PhD. (E-mail: lubomir.livovsky@tuke.sk) — zameriava sa na navrh mikroprocesorovych
aplikacii na baze AVR a ARM mikroprocesorov, tvorbu softvéru s dérazom na senzorové, meracie systémy

a automatizaciu vo vyvojovom prostredi LabWindows/CVI ako aj na navrh topoldgie viacvrstvovych dosiek plosnych
spojov (DPS) v ndvrhovom systéme Altium Designer a topoldgie DPS pre ,rychle signaly” s pouZitim produktov od
Mentor Graphics.

Ing. Igor Vehec, PhD. (E-mail: igor.vehec.2@tuke.sk) — profesiondlne sa zameriava na kontaktované spoje
v elektronike, hrubovrstvovu technoldgiu a viacvrstvové Struktiry na baze LTCC technoldgie.

Ing. Pavol Cabuk, PhD. (E-mail: pavol.cabuk@tuke.sk) — Specializuje sa na modelovanie a analyzu 3D prudenia
fluidnych médii a prenosu tepla v elektronickych Struktirach a meranie skuto¢nych pomerov na realnych
elektronickych strukturach.

Ing. Ondrej Kovaé, PhD. (E-mail: ondrej.kovac@tuke.sk) — zaobera sa technoldgiou InkJet printing, vyvojom softvéru
pre matematicku analyzu a spracovanie dat ako aj spracovanim diskrétnych signalov a obrazov.

Zameranie vyskumu

Vyskumny tim sa zameriava na vrstvové technoldgie elektroniky, tuhé a flexibilné dosky plosSnych spojov,
technolégie povrchovej montaze (SMT), multi¢ipové moduly MCM-C, vyvoj a vyrobu najrozlicnejsich prvkov
elektroniky a senzorov, materidly pouZivané v elektrotechnike a v neposlednom rade na aplikdciu navrhovych
systémov CAD a simula¢nych softvérovych nastrojov pre analyzu prudenia kvapalin a plynov a prenosu tepla.

Vyznam a prinosy vyskumu

e Integrovany vyskum elektrofyzikalnych vlastnosti progresivnych materialov pouzivanych v elektronike,

e vyskum a vyvoj multifunkénych mikrosystémov a hybridnych senzorov (viacvrstvové moduly na baze keramiky
LTCQ),

e  badatelska ¢innost v oblasti materialového vyskumu zaloZzeného na vyuziti modernych experimentalnych metdd a
pocitacovych technoldgii,

e aplikacie softvérovych produktov pre navrh dosiek ploSnych spojov a pre vyvoj hybridnych a LTCC obvodov,
Struktur a senzorovych systémov (flexibilny navrhovy systém HYDE, Altium Designer pre ndvrh dosiek plosnych
spojov),

e aplikacie softvérovych produktov pre analyzu teplotnych poli, prddenia kvapalnych a plynnych médii (Mentor
Graphics — Mechanical analysis FIOEFD ),

e  kvalita a spolahlivost elektronickych systémov.
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Riesenie aktualnych problémov

e  Aplikacia modernych experimentalnych metdd a pocitacovych technoldgii v materidlovom vyskume.

Mikrostruktura objemu spéjky 96,55n3Ag0,5Cu pre HASL Mikrostruktura objemu spdjky 96,55n3Ag0,5Cu pre
povrchovu Upravu spajkovacich plosok DPS. ENIG povrchovu Upravu spajkovacich plésok DPS.
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Difrakény zaznam roztaveného Sn ziskany pri teplote Parova distribucna funkcia G(r) roztaveného Sn ziskana pri
2409°C pre A=0,124. teplote 2402°C.

e  Materialy elektroniky: Vyvoj novych rychlochladenych zliatin na baze cinu a ich aplikécia v oblasti vykonove;j
elektroniky.

e Navrhové systémy CAD: Ndvrh a vyroba viacvrstvovej DPS s vnorenymi rezistormi (Altium Designer).



e  Analyza a simuldcia parametrov signdlov pocas a po ukonceni navrhu DPS za pouZitia softvérovych produktov
Hyperlynx od Mentor Graphics.
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e  Mikrospoje v elektronike: prepdjanie mikropasikmi (ribbon bonding), kontaktovanie pomocou kapilar (ball
bonding) a klinov (wedge bonding) (Al, Au, Cu), spolahlivost kontaktov z hladiska elektrickych vlastnosti, pevnosti
a teplotného namahania.

e  Materidly a spoje vykonovej elektroniky: Analyza spojov pre silnoprudové aplikacie, analyza materidlov
podloziek, progresivne chladenie vykonovych modulov na baze LTCC.

o Dielektrické vlastnosti substratov ur¢enych pre vyrobu prvkov pracujtcich v oblasti GHz.
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e  Navrh a realizacia vysokofrekvencnych prvkov s pouzitim réznych materidlov a technoldgii na baze LTCC
(mikropasikové filtre a rezonatory).

e Multifunkéné mikrosystémy: Vyvoj a realizacia IQ demodulatora na baze LTCC so zabudovanymi mikropasikovymi
DP a PP filtrami na baze roznych LTCC dielektrickych materidlov.

e Nanotechnoldgie: aplikacie Inklet printing technoldgie v elektronike (anténa, analyza povrchovych vlastnosti
polymérnych substratov uréenych pre InkJet printing technolégie)

e Senzory: Vyvoj indukénych a kapacitnych senzorov na baze vrstvovych technolégii vyuzité pre konstrukciu
proximity senzora.

e Analyza a spracovanie diskrétnych signalov.



e  Softvérova analyza obrazov z rtg snimkov so zameranim na vyhodnocovanie kvality spojov (dutiny, voidy,
homogenita).

RieSené projekty

e  Efekty spravania sa viacvrstvovych modulov na baze LTCC v prostredi vysokych frekvencii. VEGA: 51/0218/13,
prof. Ing. Alena Pietrikova, CSc., 2012 — 2015

e Elektrické vlastnosti spajkovanych a kontaktovanych spojov v mikroelektronike. VEGA: 1/0776/14, Ing. Juraj
Durigin, PhD. , 2014 - 2016

e  Virtual and Practical Applications to Electronic Assembling Technology (VAPAEAT). VAPAEAT/2013-1-TR1-
LEO05-47531), Medzinarodny projekt Leonardo da Vinci, prof. Ing. Alena Pietrikova, CSc. , 2013 - 2015

e Vyvoj novej generacie spojov vykonovej elektroniky s pouzitim nestandardnych zliatin na baze cinu. APVV-14-
0085, prof. Ing. Alena Pietrikovd, CSc. , 2015 - 2018

e Implementacia novych trendov vyskumu do vzdeldvania v oblasti progresivnych materialov a inteligentnych
technoldgii autoelektroniky. KEGA: 002TUKE-4/2014, prof. Ing. Alena Pietrikovd, CSc., 2014 - 2016

Spolupraca s akademickymi institiciami a priemyslom

e  Spolupraca s DESY, Hamburg a s ESRF, Grenoble v oblasti materidlového vyskumu: Vyvoj novych typov materialov
pripravenych metédou velmi rychleho chladenia pre spoje vykonovej elektroniky.

Pohlad na experimentdlne stanovisko PO7 synchrotrénu PETRAIIl v DESY, Hamburg.
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Organizacia

Riesené ulohy

Ustav
materialového
vyskumu SAV

Vyvoj a analyza novych typov materidlov pripravenych metddou velmi rychleho chladenia pre spoje
vykonovej elektroniky.
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SEMIKRON, Vyvoj spojov pre silnoprudové aplikacie, analyza materialov aplikovanych vo vykonovej elektronike.
s.r.o Analyza teplotného profilu pretavovacieho procesu modulov vykonovej elektroniky.
EVPU Nova Posudzovanie poruch spajkovanych spojov na doskach plosnych spojov a mikroskopické analyzy
Dubnica chybnych rezistorov, voidy v spojoch a analyza moZnosti ich eliminacie.

Magneti Marelli

Optimalizacia prietoku dusika v procese reflow.

Univerzalny graficky panel pre ovladanie pristrojovej dosky osobnych automobilov v prostredi
Labview.

Porovnanie metdd kontroly komponentov po osadeni automatickou optickou inSpekciou.
Analyza eliminacie warping efektu BGA puzdier.

Posudzovanie vplyvov vonkajsich Cinitelov na kvalitu spajkovanych spojov.




Samsung
Electronics

Slovakia, s.r.o.

Analyza a testovanie chyb BGA obvodu, redukcia falosnych chyb a hladanie zlep3Seni testovacieho
procesu.

SAMSUNG

KUBuG 1 suspn

SMK
Logomotion

Vyvoj cievok s feritovym jadrom.
Vyskum, vyvoj, realizécia a testovanie miniaturizovanych NFC modulov.
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Pavlik - 2008. In: Acta Physica Polonica A. Vol. 113, no. 1 (2008), p. 625-628. - ISSN 0587-4246
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- Spdsob pripravy medeného prasku pre vyrobu vodivych sietotlaéovych past : patentovy spis ¢. 250050 / Milo3
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